Moglichkeiten und Services am CSEM
Im Bereich Laser und Packaging

Janko Auerswald
CSEM Alpnach
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CSEM Packaging & Laser Services:
Der Humus, auf dem Ihre Ideen gedeihen.
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Grundlagen Laser:
Eigenschaften von Laserstrahlung

e Koharent (Photonen schwingen in Phase)
e Gerichtet (Ausbreitung Photonen in gleiche Richtung)

e Monochromatisch (einfarbig, Ultrakurzpulslaser breitbandiger)
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Klassische Industrielaser fur die Mikrofabrikation ?

e Typische Industrielaser: zu heiss (Pulse zu lang) oder zu wenig
Pulsspitzenleistung

e CO,
e Andere Gaslaser (Kupfer-Dampflaser, Excimer)
e Diodenlaser

e Festkorperlaser (auch mit Wasserstrahl kombiniert)

e Faserlaser

e Hitzeeintrag ein Problem in der Mikrobearbeitung
e Schmelzzone, Materialveranderung

e Thermische Spannungen
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Neuer Trend: Ultrakurzpulslaser

e Erst neuere Kurzpuls- (KP) und vor allem Ultrakurzpuls-Laser (UKP)
ermdglichten eine filigrane Materialbearbeitung durch kalte Ablation.

e KP Laser: Pulsdauer wenige Nanosekunden

e UKP Laser: Pulsdauer von Piko- oder Femtosekunden

e ACHTUNG: Neben der Pulsdauer sind u.a. noch entscheidend

Wellenlange
Pulsenergie
Repetitionsrate
Strahlqualitat

Optik inklusive Scanner
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Vorteile der kalten Ablation

Kein Aufschmelzen, dadurch feinere Bearbeitung

e Vermeidung innerer Spannungen und Deformationen
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Beispiel kalte Ablation von PMMA

e Kurzpuls- versus Ultrakurzpulslaser, beide UV

e UKP: Keine Schmelze, keine Warmeeinflusszone

e Prazise Mikrofabrikation mdglich

KP Laser: UKP Laser
Aufschmelzen Kalte Ablation
Verformung

Spannungen
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Laser-Mikrofabrikation: Investitionen am CSEM

Strategisches Investment
e Komplementar zu klassischen Reinraumverfahren

e Return-on-Investment (ROI) ist gegeben

e Ultrakurzpulslaser (Pikosekunden-Laser)
e 343 nm TruMicro (Trumpf) UV, 10 W, 5 ps
e Scanner-Bereich 60x60 mm

e X-Y-Theta Stage, Camera-Alignment-System

e Kurzpulslaser (Nanosekunden-Laser)

e 355 nm TruMark (Trumpf) UV, 2 W, 15 ns

e Scanner-Bereich 50x50 mm

e X-Stage
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Mehr Kundennutzen: Zusammenarbeit CSEM-Trumpf

e Gemeinsames Applikationslabor Mikrobearbeitung (Schweiz)

e Trumpf Baar:

e Gruner ps Laser

Laser-Mikrobearbeitung

PY I R L Vorteile
S aSer = Vielfalt an Materialien (Metall, Glas, Keramik, Sifizium, Kunststoff Schicht- und
Verbundwerkstoffe) — = Unren-und
- Freiheit im Design (Rundungen, 2Dplus) " | . mwm( Ws“;mm)
“ . Micro-Elekiro-Mechanical
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- Kalte Ablation S et i
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TRUMPF

Warum Trumpf-ps-Laser ?

v Faserlaser-Oszillator — Scheibenlaser-Verstarker — Konzept
v' Effiziente Kiihlung Scheibe méglich (problematischer mit Stablasern)
v Langzeitstabilitat der Parameter und Prozesse
v' Hbhere Leistung als reine Faserlaser

v Scheibenlaserleistung wird in Zukunft weiter steigen: neue
Anwendungen

v Exzellenter Service

v' Geographische Nahe (Baar), 800 Jobs in der Schweiz
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Metalle

e Beispiel: Stahl
e Beispiel: Elektrode

e 90 um L&cher
e Konturen
e Pt, Pd, Ti, W, Ni, Cu, Cu-Ni-Zn, ...
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Glas, Quarz, Saphir und Keramik

e Metallstrukturierung auf Glas etc.
e LoOcher
e Konturen

e Ablationen

f
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Silizium

e Beispiel: Si Chips
e 200 um Locher

e Konturen

e Ablationsstufen

Csel I l centre suisse d'électronique . .
et de microtechnique Copyright 2013 CSEM | CSEM Laser & Packaging | Page 14



Kunststoffe aller Art

e PEEK, Polyimide, PET, PC, PMMA, PS, COC
e Elastomere (Silikon, NBR, FKM, EPDM)

e Bonding Tapes

e Trough-Cut and Kiss-Cut fir Roll-to-Roll

und Roll-to-Chip Tape-Konversion

e Flex Prints, FR4
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Zusammenfassung Laser

e Laser-Mikrofabrikation
e Erganzt klassische Reinraumtechnologien hervorragend

e Erweiterung des Portfolios fir Mikrofabrikationstechnologien am
CSEM fiur unsere Kunden und Partner

e Vorteile
e Breites Spektrum mdglicher Materialien
e Designfreiheit

e Prozessvielfalt

e Skalierbarkeit vom Prototypen lber Kleinserie bis zur Serie
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PACKAGING

LASER: PACKAGING:
Infrastruktur & Infrastrukur &
Moglichkeiten Moglichkeiten
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Packaging Infrastruktur

* Class 10°000
* Temperature controlled
* Humidity controlled
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Mikro-Laserschweissen und -loten

e [aser:
e Wellenlange: 1070 nm

e Peak Power gepulst: 1.5 kW (0.2-10 ms)
e Continuous Wave (CW): 250 W

e Optik:
e Strahldurchmesser 130 um oder 217 pm

e Arbeitsbereich: bis zu 115x115 mm, durch XY
Lineartisch erweiterbar

e (Geschwindigkeit: 1 mm/s - 5 m/s

e Interaktive GUI mit Pattern Recognition
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Typische Anwendungen und Vorteile

e Hermetisches Sealing von Kovar (Fe-Ni-Co)
Packages

e Temperatur der Komponenten beim Prozess:
<100 °C

e Rissfreie, starke hermetische Versiegelung:
<10%mbarl/s

Laser welded ring
e | okalisiertes Aufheizen, kurze Prozessdauer

e Hermetisches Sealing von implantierbaren
medizinischen Geraten Liquid leak test

e Temperatur beim Versiegeln: <250 °C

e FlUssigkeitsdichte Versiegelung

‘ Sel I I centre suisse d'électronique
et de microtechnique
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Bonders

e Flip-Chip-Bonder FC150 mit ca. 1 um Aligniergenauigkeit

e Die-Bonder fir Kleinserien, 10 um Genauigkeit

e Wire-Bonder
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Galvanik fur Packaging

e Anwendungen:
e Elektrische Kontakte

e Hermetische Versiegelungen

e Metalle:
e 7.B.Au, Sn, and Pt

e Substrate:
e 7.B. Si, Keramik, PCBs
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Mikrofabrikation am CSEM: weitere Moglichkeiten

e Photolithographie und Lift-off

e Galvanoformung

e Trockenatzen (DRIE) und Nasséatzen

e Beschichtungen (Oxidation, PVD und CVD)
e S&agen, Mikrofrasen

e Heisspragen

e Bonding
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Untersuchungs- und Mess-Systeme

e Lichtmikroskopie

e Lehren

e Hermetizitat (He Leak Test)
e Elektronenmikroskopie, EDX
e ROntgenbeugung

e Rauheitsmessungen

RSN
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FALLSTUDIEN

LASER:
Infrastruktur &
Moglichkeiten

PACKAGING:
Infrastrukur &
Moglichkeiten

Laborbesichtigung
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Typische Kundenprojekte CSEM

e Markte (Beispiele)
e Medizintechnik und Life Sciences
e Uhrenindustrie
e Packaging optischer Komponenten

e [ntegration von Sensoren und Aktuatoren

e Rahmen
e Direktmandate
e KTI Projekte
e EU Projekte
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Opportunities \##*
straight ahead

Typische Fallstudien

e Innovative KMU und Start-Ups

e Suchen F&E Partner

e Suchen hochwertige Infrastruktur ftr Prototypen und Kleinserien-
Produktion

e Grossere Firmen

e Einstieg in neue Technologie mit Machbarkeitsstudie am CSEM

e Suchen Consulting / Unterstltzung bei Investitionsentscheidungen
und Transfer neuer Prozesse und Technologien
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Das CSEM als Partner:
Neue Perspektiven auch fur Sie?
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LABORBESICHTIGUNG

LASER:
Infrastruktur &
Moglichkeiten

PACKAGING:
Infrastrukur &
Moglichkeiten

Laborbesichtigung

Cse centre suisse d'électronique . .
I I | et de microtechnique Copyright 2013 CSEM | CSEM Laser & Packaging | Page 29



JFragen ... ?
Projekte ... ?
Ideen ... ?

Janko . Auerswald @csem.ch
www.csem.ch




